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•  Tests di irraggiamento a Legnaro:   two sets of SPADS 150 nm exposed to a) 
1010 and b) 1011 1 MeV neutron equivalent cm−2. 	
  



ASAP:	
  a;vità	
  prevista	
  nel	
  2020	
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PV+TN:	
  completamento	
  e	
  test	
  del	
  dimostratore	
  in	
  tecnologia	
  CMOS	
  LFoundry	
  da	
  110	
  nm	
  
•  progeEo	
  dell’eleEronica	
  di	
  front-­‐end	
  e	
  di	
  readout	
  digitale	
  del	
  nuovo	
  chip	
  
•  struEure	
  con	
  quenching	
  passivo	
  e	
  a;vo	
  
• 	
  	
  	
  	
  	
  	
  massimizzazione	
  del	
  fill	
  factor	
  
• 	
  	
  	
  	
  	
  	
  o;mizzazione	
  del	
  Kming	
  	
  (possibili	
  applicazioni	
  per	
  misure	
  di	
  tempo	
  di	
  volo);	
  
•  	
  struEure	
  dedicate	
  per	
  caraEerizzazione	
  del	
  danno	
  di	
  bulk	
  
• 	
  	
  	
  	
  	
  	
  caraEerizzazione	
  del	
  dimostratore	
  anche	
  dopo	
  irraggiamento	
  (interesse	
  per	
  annealing	
  a	
  breve	
  termine)	
  

• 	
  PI/SI:	
  sviluppo	
  della	
  probe	
  Geiger	
  di	
  seconda	
  generazione(CMOS	
  150	
  nm)	
  uKlizzando	
  il	
  nuovo	
  chip	
  APIX	
  (5x5	
  mm2)	
  

-­‐	
  meccanica	
  e	
  stampa	
  3D	
  protoKpi	
  a	
  Pisa	
  
-­‐	
  progeEazione	
  	
  e	
  realizzazione	
  del	
  secondo	
  protoKpo	
  di	
  Intra-­‐OperaKve-­‐Probe	
  
-­‐	
  tests	
  con	
  sorgente	
  beta	
  +	
  tests	
  con	
  fantocci	
  dosimetrici	
  	
  

PD:	
  scheda	
  di	
  interfaccia	
  probe-­‐head	
  /	
  sensore	
  APIX	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  scheda	
  di	
  interfaccia	
  con	
  scheda	
  LAC	
  di	
  R/O	
  

PI:	
  Upgrade	
  del	
  beam	
  test	
  tracker	
  +	
  4	
  APIX	
  in	
  serie	
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ASAP:	
  	
  	
  FTE	
  2020	
  



 ASAP:   Richieste di servizi in sezione per il 2020 
	
  

•  Supporto	
  gruppo	
  alte-­‐tecnologie	
  (micro-­‐bonding)	
  

•  Supporto	
  progeEazione	
  e	
  stampa	
  3D	
  (A.BasK)	
  

•  Supporto	
  progeEazione	
  eleEronica	
  (2	
  mesi	
  uomo)	
  

•  	
  Officina	
  Meccanica	
  (0.5	
  mese	
  uomo)	
  meccanica	
  test	
  arKcles	
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